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Robert Bosch GmbH, 70442 Stuttgart 

Gehause fur eine elektronische Schaltung und Verfahren zum 
Abciichten des Gehauses 

Die Erfindung betrifft ein Gehause fur eine elektronische 
Schaltung, insbesondere fur ein Steuergerat. Die Schaltung 
weist eine Mehrzahl von elektrischen Kontakten auf, die 
liber individuelle , freiliegende elektronische Leiter (2) 
nach aufterhalb des Gehauses gefuhrt sind. Das Gehause 
umfasst eine Bodenplatte und einen Deckel sowie mindestens 
eine Dichtung zwischen der Bodenplatte und clem Deckel. 

Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zum Abdichten 
eines Gehauses fur eine elektronische Schaltung, 
insbesondere fur ein Steuergerat. Die Schaltung weist eine 
Mehrzahl von elektrischen Kontakten auf, die uber 
individuelle, freiliegende elektrische Leiter nach 
auBerhalb des Gehauses gefuhrt sind. Das Gehause umfasst 
eine Bodenplatte, einen Deckel und eine Dichtung zwischen 
der Bodenplatte und dem Deckel. 

Stand der Technik 

Gehause fur eine Getriebesteuerung und Verfahren dieser Art 
sind im Stand der Technik grundsat zlich bekannt. Diese 
Gehause werden typischerweise an einer Position innerhalb 
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des Getriebes eingebaut, in der sie permanent von 
Getriebeol umgeben und einem groften Temperaturbereich, zum 
Beispiel von -40° Celsius bis +150° Celsius ausgesetzt 
sind. Zum Schutz der in die Gehause eingebauten 
elektronischen Schaltungen ist es erf orderlich, die Gehause 
so auszubilden, dass sie den beschriebenen extremen 
Umgebungsbedingungen standhalten und insbesondere keine 
Diffusion des Ols oder von dessen Bestandteilen in das 
Innere des Gehauses moglich ist. Kunststoff- oder 
Metallteile der Gehause, wie Bodenplatten oder Deckel, 
halten den beschriebenen Umgebungsbedingungen in der Regel 
stand; insbesondere lassen sie keine Diffusion von 01 in 
das Innere des Gehauses zu; dasselbe gilt auch fur fur 
diese Zwecke typischerweise verwendete Dichtungsmassen . 

Problematisch beziiglich der Abdichtung sind jedoch die 
Ubergange beziehungsweise Zw'ischenraume zwischen einzelnen 
Teilen des Gehauses, zum Beispiel zwischen dem Deckel und 
der Bodenplatte. 

Ein weiteres Einfallstor fur mogliche Diffusionen in das 
Innere des Gehauses konnen zum Beispiel die Ubergange 
zwischen den Oberflachen von f reiliegenden elektrischen 
Leitern und deren unmittelbarer Umgebung sein, wenn diese 
Leiter zur Kontaktierung der in dem Gehause befindlichen 
elektronischen Schaltung nach aufterhalb des Gehauses 
gefuhrt sind. 

Im Stand der Technik sind verschiedene Ansatze bekannt, 
welche jeweils versuchen, die Dichtigkeit zwischen 
Leiterbahnen und einem sie umgebendem Medium zu verbessern. 
Eine bekannte Moglichkeit sieht vor, die Leiter in Form von 
Stiffen zu pressen, wobei die Stifte eine genau definierte 
Form mit hoher Prazision aufweisen mussen, urn gegenuber dem 
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sie umgebenden Medium abdichtbar zu sein. Eine alternative 
Moglichkeit sieht vor r die Leiter mit einem elastischen 
Werkstoff zu umgeben, der die Dicht f unktion ubernimmt . 
Beide Losungen sind aber nur dann technisch machbar und 
5 wirtschaf tlich sinnvoll, wenn nur wenige Leiter fur eine 
Verbindung der elektronischen Schaltung nach aufterhalb des 
Gehauses erforderlich sind und die Abstande zwischen den 
Leitern relativ groft sind. 

10 Ausgehend von dem genannten Stand der Technik ist es die 

•Aufgabe der Erfindung, eine Abdichtung fur ein Gehause fur 
eine elektronische Schaltung insbesondere in dem Bereich, 
wo elektrische Leiter zur Kontaktierung der elektronischen 
Schaltung durch das Gehause hindurchtreten, zu verbessern. 

15 

Diese Aufgabe wird durch den Gegenstand des Patentanspruchs 
1 gelost. Demnach erfolgt die Losung durch eine einteilige 
Dichtung zum Abdichten eines Zwischenraums zwischen 
Bodenplatte und Deckel, durch den gegebenenf alls die 
20 f reiliegenden elektrischen Leiter gefuhrt sind. 

Einteilig im Sinne der Erfindung meint zum einen, dass die 
Dichtung fur den zusammenhangenden Zwischenraum nicht aus 

•verschiedenen Teildichtungen besteht, die ihrerseits wieder 
Schnittstellen zueinander aufweisen. Die einteilige 
Dichtung selber hat unmittelbaren Kontakt zu den 
Oberflachen von einzelnen Teilen des Gehauses und/oder zu 
den Oberflachen der elektrischen Leiter. Einteilig meint 
weiterhin zwangslauf ig , dass die Dichtung in dem gesamten 
30 Zwischenraum aus demselben Material gebildet ist. 

Der Begriff „Dichtung" wird in der Beschreibung 
gleichbedeutend mit sich in ihrern endgiiltigen chemischen 
und physikalischen Zustand befindlichen Dichtungsmasse 
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verwenclet. Die Dichtung bzw. Dichtungsmasse fungiert 
einerseits 2 um Abdichten; sie dient aber daruber hinaus 
immer auch als Klebemittel um sich selbst mit einzelnen 
Oberflachen des Gehauses oder der f reiliegenden 
elektrischen Leiter zu verbinden. Auch unter der 
Voraussetzung, dass die Dichtungsmasse als solche dicht 
1st, auch im Sinne von dif f usionsdicht fur zum Beispiel Ol 
Oder Olbestandteile, so sind die kritischen Stellen fur ein 
eventuelles Eindringen von unerwunschten Substanzen in das 
Innere des Gehauses insbesondere in den Ubergangen zwischen 
der Dichtungsmasse und den angrenzenden Oberflachen von 
Gehauseteilen oder von elektrischen Leitern zu sehen 
Insofern wird die Dichtigkeit der Dichtung auch gan^ 
wesentlich durch ihre Klebewirkung zu den angrenzenden 
Oberflachen bestimmt. 



Vorteile der Erfindung 

Die beanspruchte einteilige Dichtung ist vorteilhaf terweise 
so gestaltet, dass sie den Zwischenraum zwischen 
Bodenplatte, Deckel und gegebenenf alls auch Leitern 
abdichtet. Dies beinhaltet erstens eine Einzelabdichtung 
fur jeden einzelnen Leiter, das heifit sie stellt 
insbesondere aufgrund ihrer Klebewirkung sicher, dass 
insbesondere an den Grenzflachen zwischen Leiteroberf lache 
und Dichtung, keine unerwunschten Substanzen in das Innere 
des Gehauses eindringen konnen. Gleichzeitig dient sie zur 
elektrischen Isolierung zwischen benachbarten Leitern. Die 
Anzahl der elektrischen Leiter ist im Hinblick auf den 
Aufwand zur Realisierung der Dichtung unbeacht lich . Eine 
analoge Abdichtung wie an den Grenzflachen zu den 
Oberflachen der Leiter bewirkt die Dichtung aufgrund ihrer 
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Klebewirkung auch an den Grenzflachen zu der Bodenplatte 
und clem Deckel. 

Gemafo einer vorteilhaf ten Ausgestaltung des Gehauses sind 
die Bodenplatte, der Deckel und die Leiter aus einem 
gleichart igen Material, insbesondere aus Metallen, 
gefertigt. Erf indungsgemaft gehen die Bodenplatte, der 
Deckel und die Leiter einen hochbestandigen Metall-Kleber- 
Verbund ein. Vorzugsweise sind die Bodenplatte und der 
Deckel aus Aluminium und sind die Leiter aus einem 
kupf erhaltigen Werkstoff, vorzugsweise aus Kupfer oder aus 
einer Kupf erlegierung, gefertigt. Die Verwendung 
gleichartiger Materialien ermdglicht es vorteilhaf terweise , 
die Dichtungsmasse ganz gezielt im Hinblick auf eine 
angestrebte maximale Klebewirkung beziehungsweise maximale 
Dichtigkeit insbesondere im Obergangsbereich zwischen der 
Dichtung und dem jeweiligen angrenzenden Material zu 
optimieren. Eine Verwendung gleicher Materialien bietet 
weiterhin den Vorteil, dass sich die Bodenplatte und der 
Deckel jeweils in gleichem Mafre thermisch ausdehnen oder 
zusammenziehen; auf diese We'ise werden mechanische 
Spannungen und eventuell daraus resultierende 
Undichtigkeiten der Dichtung praventiv verhindert. 

Bei der Verwendung unter schiedlicher Materialien fur die 
Bodenplatte und den Deckel, was gemaft der vorliegenden 
Erfindung nicht grundsat zlich ausgeschlossen werden soil, 
muss jedoch eine lediglich suboptimale Dichtwirkung im 
Obergangsbereich zwischen der Dichtung und einem der 
Materialien in Kauf genommen werden, wenn die 
Dichtungsmasse im Hinblick auf eine optimale Dichtigkeit im 
Ubergang zu dem anderen Material ausgewahlt wurde. 
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Vorteilhaf terweise sind die f reiliegenden beziehungsweise 
blanken Leiter in einem Rahmen gefiihrt und auf diese Weise 
fest zueinander positioniert . Der Rahmen ist zwischen der 
Bodenplatte und dem Deckel des zusammengebauten Gehauses 
vorgesehen. Durch eine entsprechende geometrische 
Ausges taltung dieses Rahmens ist es moglich, die Positionen 
und/oder Abstande von Bodenplatte, Deckel und den 
f reiliegenden Leitern relativ zueinander bei dem 
zusammengebauten Gehause vor zugeben . 

Eine besonders prazise Einstellung beziehungsweise 
Einhaltung der vorbestimmten relativen Abstande von 
Bodenplatte, Deckel oder Leitern zueinander wird dadurch 
erreicht, dass der Rahmen geeignet dimensionierte und 
positionierte Abstandhalter aufweist. 

Vorteilhaf terweise kann die Bodenplatte des Gehauses eine 
Vertiefung zur Aufnahme von Dichtungsmasse aufweisen; auf 
diese Weise kann eine vergleichsweise niedrige Bauweise des 
Gehauses realisiert werden. 

Vorteilhaf terweise weist der Rahmen im Bereich der 
Vertiefung der Bodenplatte eine Offnung beziehungsweise 
Aussparung auf, welche zusammen mit der Bodenplatte 
beziehungsweise deren Vertiefung den Zwischenraum zumindest 
teilweise begrenzt. In diesen Zwischenraum kann dann 
vorzugsweise flussige Dichtungsmasse eingebracht werden, 
damit sie sich moglichst in alle Verastelungen des 
Zwischenraumes hinein ausdehnt . 

Die elektrischen Leiter sind vorzugsweise als 
Stanzgitterbahnen ausgebildet . 



r 
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Die oben genannte Aufgabe wird weiterhin clurch ein 
Verfahren zum Abdichten eines Gehauses fur eine" 
elektronische Schaltung gelost. Die Vorteile dieses 
Verfahrens entsprechen den oben mit Bezug auf das 
5 beanspruchte Gehause genannten Vorteilen. Vorteiihafte 
Ausgestaltungen des Verfahrens sind Gegenstand der 
Unteranspruche . 

10 Zeichnungen 

^^^^ Der Beschreibung sind funf Figuren beigefugt, wobei 

ein erstes Ausf uhrungsbeispiel fur den Aufbau und 
die Abdichtung eines Gehauses fur eine 
elektronische Schaltung in einem Langsschnitt; 

den Aufbau des Gehauses fur die elektronische 
Schaltung gemaft der Erfindung in einer 
Drauf sicht ; 

ein zweites Ausf uhrungsbeispiel fur den Aufbau 
und die Abdichtung des Gehauses in einem 
Langsschnitt; 

ein drittes Ausf uhrungsbeispiel fur den Aufbau 
und die Abdichtung des Gehauses in einem 
Langsschnitt; und 

ein Beispiel fur den Aufbau und die Abdichtung 
des Gehauses in einem Bereich ohne elektrische 
Leiter ; 

veranschaulicht . 



Figur 1 

15 

Figur 2 

20 

Figur 3 




Figur 4 



30 Figur 5 
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Beschreibung von Ausf uhrungsbeispielen 

In alien Figuren bezeichnen gleiche Bezugszeichen gleiche 
Elemente . 

Figur 1 beschreibt ein erstes Ausf uhrungsbeispiel fur das 
erf indungsgemaft abgedichtete Gehause einer elektronischen 
Schaltung 4. Das Gehause umfasst zunachst eine Bodenplatte 
3, auf welche die elektronische Schaltung 4 aufgebracht, 
vorzugsweise aufgeklebt 1st. Die elektronische Schaltung 
besteht aus einem Schaltungstrager r vorzugsweise einer Low 
Temperature Cofired Ceramic LTCC oder einem Hybrid, der mit 
elektronischen Bauelementen bestuckt ist. Die Bodenplatte 3 
ist vorzugsweise aus Metall gebildet; sie kann dann als 
Kuhlflache zur Ableitung von Warme dienen, die durch die 
elektronische Schaltung 4 wahrend deren Betriebs generiert 
wird . 

Die elektronische Schaltung 4 ist von einem Rahmen 1, 
vorzugsweise einem Kunststoff rahmen umgeben, in welchem 
elektrische Leiter 2, vorzugsweise in Form von 
Stanzgitterbahnen, einbettet sind. Die Bodenplatte 3 weist 
mindestens zwei Bohrungen 14 auf, zur Aufnahme von an den 
Kunststoff rahmen angesprit zten Zapfen 15. Durch das 
Eingreifen der Zapfen 15 in die Bohrungen 14 wird der 
Kunststoff rahmen 1 relativ zu der Bodenplatte 3 und zu der 
fest mit der Bodenplatte 3 verbundenen elektronischen 
Schaltung 4 in der Ebene der Bodenplatte 3 posit ioniert . 
Zur Fixierung des Rahmens 1 auch in einer Richtung vertikal 
zu der Bodenplatte 3 kann an jeden Zapfen 15 ein Nietkopf 
angeformt sein, zum Beispiel mittels eines thermischen 
Prozesses (zum Beispiel durch Heift-Kalt-Versternmung) . Die 
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Kontaktierung der elektronischen Schaltung 4 mit den 
elektrischen Leitern 2 erfolgt durch Bonds 5. 

Wenn die elektrischen Leiter 2 ein stuckweit in das Innere 
5 des Gehauses hineinragen, bevor sie mit der elektronischen 
Schaltung verbondet werden, ermoglicht dies 
vorteilhaf terweise den Einbau zusatzlicher elektronischer 
Bauelemente in das Innere des Gehauses neben den 
Bauelementen, welche die elektronische Schaltung 4 
10 reprasentieren . Diese zusatzlichen Bauelemente lassen sich 
innerhalb des Gehauses direkt an die elektrischen Leiter 2 

•schweifren und durch diese nach aufterhalb des Gehauses oder 
auch weiter nach innen zu der elektronischen Schaltung 4 
kontaktieren . In Figur 1 ist beispielhaft solch ein 
15 zusatzliches Bauelement in Form eines Drahtbauelementes 16 
in einen aus den Stanzgitterbahnen geformten Gabelkontakt 
17 eingeschweift t dargestellt. Mit dem Vorsehen der 
beschriebenen, ausreichend weit in das Innere des Gehauses 
hineinragenden Leiterbahnen 2 ist es vorteilhaf terweise 
20 moglich, teure Flache auf dem Schaltungstrager einzusparen 
beziehungsweise Bauelemente verwenden zu konnen, welche 
nicht auf dem Schaltungstrager befestigt oder kontaktiert 
werden konnen. 

Zum VerschlieBen des Gehauses dient ein Deckel 6 r welcher 
auf Abstandhaltern 12 ruht, welche zum Beispiel an dem 
Kunststof f rahmen 1 an geeigneter Stelle vorgesehen sind. 
Zum Abdichten des Gehauses wird eine vorzugsweise fliissige 
Dichtungsmasse 20 in eine durch die Bodenplatte 3 und den 
30 Kunststof f rahmen 1 begrenzte Nut 18 eingefullt. Das 

Einfullen der Dichtungsmasse erfolgt vorzugsweise unter 
Vakuum, urn eine Blasenbildung innerhalb der Dichtungsmasse 
und eine damit einhergehende Verschlechterung von deren 
Dichtigkeit zu verhindern. Der Pegel, bis zu welchem die 
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Dichtungsmasse in die Nut 18 eingefullt wird, wircl 
vorzugsweise so gewahlt, class ein senkrechter Abschnitt 13 
des Deckels 6 ausreichend tief in die Dichtungsmasse 
eintaucht und von dieser umschlossen wird. Ausreichend tief 
bedeutet in diesem Zusammenhang, dass eine ausreichende 
Flache zur Einwirkung der Dichtungsmasse auf diesen 
Abschnitt 13 des Deckels verbleibt, urn auf diesen eine 
Haltekraft in Form einer Klebewirkung ausuben zu konnen, so 
dass der Deckel aufgrund dieser Klebekraft sicher in seiner 
Position gehalten wird. Nachdem sich die zuvor flussige 
Dichtungsmasse verfestigt hat beziehungsweise nicht mehr 
bearbeitungsf ahig ist, bildet sie eine einteilige Dichtung. 

Fur die Dichtigkeit des Gehauses ist insbesondere die 
Haftung der Dichtungsmasse an den sie umgebenden Teilen, 
das heiftt insbesondere an der Bodenplatte, den elektrischen 
Leitern 2 und dem Deckel relevant. Zur Erzielung einer 
optimalen Dichtigkeit des Gehauses ist es deshalb ' 
empf ehlenswert , wenn nicht nur die Leiter 2, sondern auch 
die Bodenplatte 3 und auch der Deckel 6 des Gehauses alle 
aus dem gleichen Material, vorzugsweise Metall gefertigt 
sind. Dies hatte den Vorteil, dass dann die Dichtungsmasse 
im Hinblick auf eine maximale Klebewirkung zu dem 
einheitlich verwendeten Material, also beispielsweise 
Metall, ausgewahlt werden kann. Bei der Verwendung von 
unterschiedlichen Materialien fur die Bodenplatte 3 und den 
Deckel 6, zum Beispiel bei Verwendung einer Bodenplatte aus 
Metall und einem Deckel 6 aus Kunststoff, muss eine 
lediglich suboptimale Dichtigkeit beziehungsweise Haftung 
an einem der Materialien in Kauf genommen werden, wenn die 
Dichtungsmasse auf das jeweils andere Material hin optimal 
ausgewahlt wurde. 
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Figur 2 zeigt eine Draufsicht auf "das in Figur 1 gezeigte 
Gehause. Die Bezugszeichen in Figur 2 represent ieren die in 
Figur 1 erlauterten Komponenten des Gehauses mit den 
gleichen Bezugszeichen. Besonders erwahnt sei lediglich, 
dass, wie in Figur 2 ersichtlich, nicht nur ein Leiter, 
sondern typischerweise eine Mehrzahl von elektrischen 
Leitern 2 durch das Gehause hindurchtreten, urn die 
elektronische Schaltung 4 mit der Auftenwelt zu verbinden. 

Figur 3 zeigt ein zweites Ausf uhrungsbeispiel fur den 
Aufbau und die Abdichtung des Gehauses. Im Unterschied zu 
dem in Figur 1 gezeigten ersten Ausf uhrungsbeispiel eignet 
sich das in Figur 3 gezeigte zweite Ausf uhrungsbeispiel 
insbesondere zur Verwendung von Dichtungsmasse mit einer im 
Vergleich zu dem ersten Ausf uhrungsbeispiel hoheren 
Viskositat. Die hbhere Viskositat erlaubt nun kein 
Vergiefren rnehr der Dichtungsmasse wie bei dem ersten 
Ausf uhrungsbeispiel r sondern stattdessen die Auftragung der 
Dichtungsmasse in Form von Dichtungsmassenraupen zunachst 
auf der Bodenplatte 3. In das so gebildete erste 
Dichtungsmassenbett 20-1 wird der Rahmen 1 eingedruckt, 
welcher durch seine spezifische geometrische Ausgestaltung 
insbesondere den Abstand d zwischen der Bodenplatte 3 und 
dem Leiter 2 vorgibt. In Figur 3 wurde der freiliegende 
Leiter 2 grundsat zlich liber einen relativ grofren Bereich D 
frei schweben, was bei einer ebenfalls metallischen 
Ausbildung der Bodenplatte 3 die Gefahr einer 
Kurzschlussbildung in sich bergen wurde. Ein Kurzschluss 
wurde dann eintreten, wenn dieser frei schwebende Leiter 2 
mit der metallischen Bodenplatte 3 in Kontakt kame . Um 
einen solchen Kurzschluss zu verhindern, sieht das zweite 
Ausf uhrungsbeispiel einen Abstandhalter 11 vor, der zum 
einen zwischen der Bodenplatte 3 und dem Leiter 2 
ausgebildet it. Der Abstandhalter 11 ist dariiber hinaus 
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auch oberhalb des Leiters 2 ausgebildet, um spater, wenn 
der Deckel 6 geschlossen ist, auch einen ansonsten 
moglichen Kurzschluss zwischen dem Deckel 6 und dem Leiter 
2 zu verhindern. Der Zwischenraum zwischen dem Rahmen 1 unci 
dem Stut zelement 11 oberhalb der Leiterbahnen 2 wird vor 
dem Verschlieften des Gehauses mit Dichtungsmasse , wieder 
z urn Beispiel in Form von Dichtungsmassenraupen, aufgefullt. 
Das so gebildete zweite Dichtungsmassenbett 20-2 kann 
aufgetragen werden, bevor das erste Dichtungsmassenbett 20- 
1 ausgetrocknet beziehungsweise nicht mehr 

bearbeitungsf ahig ist. Insbesondere zwischen den einzelnen 
Leitern 2 treffen das erste und das zweite 

Dichtungsmassenbett 20-1, 20-2 zusammen und verbinden sich 
dort zu einer einteiligen Dichtung. Vor zugsweise wird das 
zweite Dichtungsmassenbett auch auf eine Oberseite der 
Stiitzstelle 11 sowie auf eine Oberseite des Rahmens 1 im 
Bereich des Anschlags la ausgedehnt. In dieses 
Dichtungsmassenbett 20-2 wird dann der Deckel 6 
eingedruckt, allerdings nattirlich nicht, bevor nicht die 
elektrischen Leiter 2 mit der elektronischen Schaltung 
verbondet wurden. Der Anschlag la gewahrleistet zusammen 
mit der Stiitzstelle 11 einen konstanten Abstand des Deckels 
6 zu dem Leiter 2. Uberschussige Dichtungsmasse kann in 
einen Ringraum zwischen Deckel 6 und dem Kunststoff rahmen 1 
aufsteigen. Insgesamt entsteht so bei dem zweiten 
Ausf uhrungsbeispiel ein Dichtbereich DB . 

Die Stiitzstelle 11 ist vorzugsweise genau wie der Rahmen 1 
aus Kunststoff ausgebildet und in diesen integriert. 

Figur 4 zeigt ein drittes Ausf iihrungsbeispiel fur die 
konstruktive Ausgestaltung des Zwischenbereiches zwischen 
Deckel 6, Leiterbahn 2 und Bodenplatte 3. Bei dem dritten 
Ausf uhrungsbeispiel besteht die Forderung, die gesamte 
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Bauhohe des Gehauses moglichst gering zu halten. Der Leiter 
2 ist deshalb im Bereich zwischen dem Deckel 6 und der 
Bodenplatte 3 in seinem Verlauf vorzugsweise auf die Hohe 
der Oberflache 3a der Bodenplatte 3 abgesenkt. Um in diesem 
Bereich eine direkte Kontaktierung des Leiters 2 mit der 
Bodenplatte 3, das heifit einen eiektrischen Kurzschluss zu 
verhindern, weist die Bodenplatte 3 in diesem Bereiche eine 
Vertiefung 3b auf. Diese Vertiefung 3b hat genau wie die 
Stiitzstelle 11 in dem zweiten Ausf uhrungsbeispiel eine 
Doppelf unktion: Beide gewahrleisten eine vorbest immte Dicke 
fur die Dichtungsmasse in diesem Bereich und sie verhindern 
gleichzeitig einen Kurzschluss zwischen den Leitern 2 und 
der Bodenplatte 3, wenn die Bodenplatte 3 metallisch 
ausgebildet ist. 

In alien drei genannten Ausf uhrungsbeispielen ist die durch 
den Rahrnen 1 be.ziehungswei.se den Abstandhalter 11 und die 
Bodenplatte 3 gebildete Nut 13 zur Aufnahme der 
Dichtungsmasse vorzugsweise in Form eines geschlossenen 
Linienzuges rund um die elektronische Schaltung 4, 
ausgebildet. Diese Nut 18 wird dabei lediglich punktuell 
von dem Leiter 2 durchkreuzt. 

Grundsat zlich gibt es je nach Anzahl der Leiter 2 eine 
Vielzahl von Bereichen, in denen diese Nut nicht von dem 
Leiter 2 durchkreuzt wird. Der Langsschnitt durch einen 
solchen Bereich, in Figur 2 angedeutet durch den Schnitt V~ 
V, ist in Figur 5 dargestellt. Figur 5 unterscheidet sich 
von der Ausgestaltung des Zwischenbereiches zwischen der 
Bodenplatte 3 und dem Deckel 6 von dem in Figur 4 gezeigten 
dritten Ausf uhrungsbeispiel lediglich dadurch, dass der 
Leiter 2, wie gesagt, die Nut 18 nicht durchkreuzt. 
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Allen in den Figuren 1, 3 - 5 gezeigten 

Ausf uhrungsbeispielen der Erfindung 1st gemeinsam, dass der 
Dichtbereich DB fur das Gehause immer durch eine Metall- 
Dichtungsmasse-Verbindung realisiert wird, wenn der Deckel 
5 6 and die Bodenplatte 3 jeweils aus Metall gebildet sind. 
Unter der Vorausset zung, dass die Dichtungsmasse selber 
insbesondere fur Umgebungsbedingungen innerhalb eines 
Getriebes dicht ist und insbesondere keine Diffusionen von 
01 in das Innere des Gehauses zulasst, verbleiben als 
10 moglicherweise undichte Bereiche die Ubergange zwischen der 
Dichtungsmasse selber und den Oberflachen der angrenzenden 

•Teile des Gehauses. Bei den in den Figuren 1, 3 und 4 
gezeigten drei Ausf uhrungsbeispielen zeigt sich in 
vertikaler Richtung folgender Schichtauf bau : Bodenplatte 
15 3 - Dichtungsmasse 20 - Leiter 2 - Dichtungsmasse 20 - 

Deckel 6. Fur den in Figur 5 gezeigten Langsschnitt ergibt 
sich eine Schichtenf olge von: Bodenplatte 3 - 
Dichtungsmasse 20 - Deckel 6. Alleine die Haftung der 
Dichtungsmasse in diesen Ubergangen zu der Bodenplatte, dem 
20 Leiter und dem Deckel ist letzten Endes verantwort lich. fur 
die Dichtigkeit 'des Gehauses. Diese kann dadurch optimiert 
werden, dass nicht nur der Leiter 2, sondern auch die 
Bodenplatte 3 und der Deckel 6 aus einem gleichartigen 

• Material, vorzugsweise einem Metall ausgebildet sind, well 
dann die Dichtungsmasse im Hinblick auf eine optimale 
Haftung beziehungsweise Klebewirkung an dieses gleichartige 
Material ausgewahlt werden kann. Bei den drei beschriebenen 
Ausf uhrungsbeispielen ist die Haftung der Dichtungsmasse an 
dem Rahmen 1 fur die Gute der Dichtigkeit ohne Belang. Die 
30 Dichtungsmasse wird deshalb vorteilhaf terweise speziell im 
Hinblick auf eine optimale Dichtigkeit im Ubergang auf 
Mot-.^ii ^nssa^w^hl . Pi^ Ausbilduna von Bodenplatte 3 und 
Deckel 6 aus einem gleichen • Material , vorzugsweise 
Aluminium, hat weiterhin den Vorteil, dass sich die 
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Bodenplatte 3 und der Deckel 6 bei Erwarmung des Gehauses, 
insbesondere bei Betrieb der elektronischen Schaltung, in 
gleicher Weise ausdehnen. Im Unterschied zu einem 
theoretisch auch moglichen Materialmix, das heiftt zum 
Beispiel der ^Combination eines Kunststoff deckels mit einer 
metallischen Bodenplatte, kann durch die Verwendung 
gleicher Materialien eine Verbiegung der Bodenplatte und 
eine Rissbildung zwischen Deckel 6 und Bodenplatte 3 
verhindert werden. Sowohl die Verbiegung der Bodenplatte 3 
wie auch die Rissbildung wurden moglicherweise zu einer 
Undichtigkeit des Gehauses, zu einer mangelnden Warmeabfuhr 
oder zu einem Bruch des Schaltungstragers fuhren, was 
jeweils zwangslaufig den Ausfall des gesamten Steuergerates 
zur Folge hatte. 



r 
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R. 308034-1 



5 26.03.2004 WKL/GGA 

Robert Bosch GmbH, 70442 Stuttgart 



10 Anspruche 

•1. Gehause fur eine elektronische Schaltung (4), 
insbesondere fur ein Steuergerat, wobei die Schaltung (4) 
eine Mehrzahl von elektrischen Kontakten aufweist, die iiber 
15 individuelle elektronische Leiter (2) nach aufterhalb des 
Gehauses gefuhrt sind, und wobei das Gehause eine 
Bodenplatte (3) und einen Deckel (6) sowie mindestens eine 
Dichtung zwischen der Bodenplatte (3) und dem Deckel (6) 
umf asst , 

20 dadurch gekennzeichnet, dass 

die Dichtung (20) einteilig ausgebildet ist zum Abdichten 
eines Zwischenraums zwischen der Bodenplatte (3) und dem 

•Deckel (6), durch den gegebenenf alls die f reiliegenden 
elektrischen Leiter (2) gefuhrt sind. 

25 2. Gehause nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Bodenplatte (3), der Deckel (6) und die Leiter (2) aus 
einem gleichartigen Material, vorzugsweise aus Metall, 
gefertigt sind. 

3. Gehause nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass 
30 die Bodenplatte (3) und der Deckel (6) aus Aluminium 
gefertigt sind. 
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4. Gehause nach Anspruch 2 oder 3, dadur ch 
gekennzeichnet , dass die Leiter (2) aus einem 
kupf erhaltigen Werkstoff, vorzugsweise aus Kupfer oder aus 
einer Kupf erlegierung, gefertigt sind. 

5 5. Gehause nach einem der vorangegangenen Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet, dass die f reiliegenden Leiter (2) 
in einem Rahmen (1) gefuhrt und fest zueinander 
positioniert sind, wobei der Rahmen (1) zwischen der 
Bodenplatte (3) und dem Deckel (6) angeordnet ist und durch 
10 seine konkrete Ausgestaltung die Positionen und/oder die 

•Abstande von Bodenplatte (3), Deckel (6) und den 
f reiliegenden Leitern (2) relativ zueinander bei dem 
geschlossenen Gehause definiert. 

6. Gehause nach einem der vorangegangenen Anspruche, 
15 dadurch gekennzeichnet, dass die Bodenplatte (3) und/oder 
der Deckel (6) oder der Rahmen (1) Abstandshalter (11) 
und/oder Anschlage (la) aufweisen, welche jeweils so 
ausgebildet und positioniert sind, dass sie die Einhaltung 
eines vorbestimmteh Abstandes des Leiters (2) zu der 
20 Bodenplatte (3) oder zu dem Deckel (6) bei geschlossenem 
Gehause gewahrleisten . 

•7, Gehause nach einem der vorangegangenen Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Bodenplatte (3) eine 
Vertiefung (3b) zur Aufnahme von einem Teil der Dichtung 
25 aufweist. 

8. Gehause nach einem der vorangegangenen Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Rahmen (1) eine Aussparung 
(14) aufweist, welche zusammen mit der Bodenplatte (3) den 
Zwischenraum zumindest teilweise begrenzt. 

30 9. Gehause nach einem der vorangegangenen Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet, dass der elektrische Leiter (2) als 




Stanzgitterbahn ausgebildet ist. 

10. Verfahren zum Abdichten eines Gehauses fur eine 
elektronische Schaltung (4), insbesondere fur ein 
Steuergerat, wobei die Schaltung (4) eine Mehrzahl von 
5 elektrischen Kontakten aufweist, die uber individuelle 

elektrische Leiter (2) nach aufterhalb des Gehauses gefuhrt 
sind, und wobei das Gehause eine Bodenplatte (3), einen 
Deckel (6) und eine Dichtung zwischen der Bodenplatte (3) 
und dem Deckel (6) umfasst, gekennzeichnet durch folgenden 
10 Schritt : 



15 11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Ausbilden der Dichtung (20) wahrend eines 
Zusammenbaus des Gehauses durch Ausfiihren der folgenden 
aufeinander folgenden Schritte erfolgt: 



Ausbilden der Dichtung in einteiliger Form in einem 
Zwischenraum zwischen der Bodenplatte (3) und dem 
Deckel (6), durch den gegebenenf alls die f reiliegenden 
elektrischen Leiter (2) gefuhrt sind. 
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- Auftragen eines ersten Dichtungsmassenbettes (20- 
1) auf die Oberflache (3a) der Bodenplatte (3) in 
der Umgebung der elektronischen Schaltung (4) auf 
der Bodenplatte (3), 
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Aufsetzen eines Rahmens (1) mit den Leitern (2) 
auf das erste Dichtungsmassenbett (20-1), 
vorzugsweise so, dass ein Teil der Dichtungsmasse 
(20.-1) zwischen den f reiliegenden Leitern (2) 
hervorquillt , 



30 



Auffullen eines zweiten Teils des Zwischenraumes 
oberhalb der Leiter (2) mit Dichtungsmasse zum 
Bilden eines zweiten Dichtungsmassenbettes (20- 
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2) , und 

Einlegen des Deckels (6) des Gehauses in das 
zweite Dichtungsmassenbett (20-2) . 

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Deckel (6) des Gehauses erst in das zweite 
Dichtungsmassenbett (20-2) eingelegt wird, nachdem die 
Leiter (2) rtiit der elektronischen Schaltung (4) verbondet 
wurden . 

13. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet , 
dass das Ausbilden der Dichtung (20) wahrend eines 
Zusammenbaus des Gehauses durch Ausftihren der folgenden 
Schritte erfolgt: 

Aufbringen eines Rahmens (1), in welchem die 
Leiter (2) gefiihrt und fest zueinander 
positioniert sind, an vorbestimmter Position auf 
die Bodenplatte (3) und Verbonden der Leiter (2) 
mit der elektronischen Schaltung (4), 

Einfullen von flussiger Dichtungsmasse in eine 
durch die Oberflache der Bodenplatte (3) und 
einer Aussparung in dem Rahmen (1) gebildete Nut 
(18) , und 

Schlieften des Gehauses durch geeignetes 
Positionieren des Deckels (6) auf Abs tandhaltern 
(12) und/oder Anschlagen (la) des Rahmens (1), 
wobei der Rand (13) des Deckels (6) in die 
Dichtungsmasse (20) in der Nut (13) eintaucht. 
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R. 308034 



18.03.2004 WKL/GGA 

Robert Bosch GmbH, 70442 Stuttgart 



Gehause fur eine e lekt roni s che Schaltuna and V erfahren zum 
Abdichten des Gehause s 



Zusammenf as sung 

Die Erfindung betrifft ein Gehause fur eine elektronische 
Schaltung (4) unci ein Verfahren zum Abdichten des Censuses. 
Im Stand der Technik sind zahlreiche Verfahren zur 
Abdichtung derartiger Gehause bekannt; die dort 
vorgeschlagenen Abdichtungen genugen jedoch nicht besonders 
hohen Anforderungen an die Dichtigkeit des Gehauses, wie 
sie zum Beispiel beim Einbau des Gehauses in ein Getriebe 
Oder eine Brennkraf tmaschine gegeben sind. Urn diesen 
Anforderungen zu genugen, wird erf indungsgemaft eine 
einteilige Dichtung zum Abdichten eines Zwischenraums 
zwischen einer Bodenplatte (3) und einem Deckel (6) 
vorgesehen, durch welchen gegebenenf alls freiliegende 
elektrische Leiter (2), welche die Schaltung (4) im Inneren 
des Gehauses mit der Aulienwelt verbinden, gefuhrt sind. die 
Bodenplatte (3), der Deckel (6) und die Leiter (2) sind aus 
einem gleichartigen Material, vorzugsweise aus Metall, 
gefertigt. Die Bodenplatte (3) und der Deckel (6) sind 
vorzugsweise aus Aluminium und die Leiter (2) aus Kupfer 
gefertigt. (Figur 3) 
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Fig. 3 
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